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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin -d’assurer qu’il refléte
bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a 1’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

@ Bulletin de Ia CEI
Publié trimestriellement

@ Rapport d’activité de la CEI
Publié annuellement

@ Catalogue des publications de la CEI
Publié¢ annuellement

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review. by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IE C sources:

@ IEC Bulletin
Published quarterly

@® Report on 1E C Activities
Published yearly

@ Catalogue of TEC Publications
Published yearly

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls son} définis ici les termes spéciaux se rapportant 3 la
présente puBlication.

En ce quli concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a |a Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique Ipternational (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'index géné-
ral étant puplié séparément. Des détails complets sur le V.E.L
peuvent étrel obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littéraux

Seuls les|symboles graphiques et littéraux spéfiaux sont
inclus dans Ja présente publication.

Le recuei
la CEI fait

Les symb
font ’objet

Ef this publication

ed to IEC Publi-
cation 5Q: cabulary (L.E.V.),
whichis_issued inN{ of séparate chapters each dealing

j Ssific fie hg published as a
. will be supplied

special graphical and letter symbo]s are included in
lication.

The complete series of graphical symbold approved by the
C is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in IEC Publication 27.

Other IEC publications prepared by thg same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the finside of the back
cover, which lists other IEC publications issu¢d by the Technical
Committee which has prepared the present pyblication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONA'LE

DEUXIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 326 (1970)

- EXIGENCES ET METHODES DE MESURE GENERALES CONCERNANT
LES CARTES DE CABLAGES IMPRIMES

PREAMBULE
1) Les décxsmns ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions tech 1qu mités d’Etudes
bl sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant é ces questions, gxpri mesure possible
hn accord international sur les sujets examinés. .
2) fCes décisions constituent des recommandations internationales et sont agréé telles parMes Cofités nationaux.
3 cw que tous 16§ Comités natjonaux adoptent
: ipns nationales le
te doit, dans la
Ile présent complément a été établi { i o : Circuits impfimés.
1le présent complémént es
WUn premier proje cette réunion,

un
sui

projet définitif, document
Jant la R

prq é udre au paragraphe 7.2, Soudabilité, un conflit de compétence
ent j Etudes, N® o Comité d’Etudes N° 52 & propos du paragraphe 7.P.6.1: Vieillis-
sement accéle 3 dx recommandations de la réunion, un projet modifié, document
52 suivant la
Prq

ont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud © Italie

(République d”) ‘ Pays-Bas
Allemagne Portugal
Australie Roumanie
Autriche Royaume-Uni
Belgique ‘ : Suéde
Canada Suisse
Danemark Turquie
France - Union des Républiques

Hongrie Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SECOND SUPPLEMENT TO PUBLICATION 326 (1970)

GENERAL REQUIREMENTS AND MEASURING METHODS]
FOR PRINTED WIRING BOARDS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical
National Cof
consensus of| opinion on the subjects dealt with.

2) They have th
sense.

3) In order to
the text of tH
between the
indicated in fhe latter.

This supple,
This supple

A first draff was discussed af the
final draft, dgcument 52¢Centrg
the Six Months’ Rule it
reconsidered fn order to ely
nical Commiftee No. 3
Ageing. In acq

ted
ations of the meeting, an amended draft, document 52(Ce11ra1
the National Committees for approval under the Two Mon

he
al

hat

opt

gnce

P, 4
der
vas

ch-

hs’

Office)87, was
Procedure.
The followi plicitly in favour of publication:
Portugal
Austria Romania
Belgium South Africa
Canada (Republic of)
Denmark Sweden
France Switzerland
Germany Turkey
Hungary ~ United Kingdom
Italy ’ s Union of Soviet

Netherlands Socialist Republics
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Page 6

DEUXIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 326 (1970)

EXIGENCES ET METHODES DE MESURE GENERALES CONCERNANT

LES CARTES DE CABLAGES IMPRIMES

Ajouter un nouveau paragraphe 3.4 comme suit:

34

Page 18

Remplacer le paragraphe existant 5.4.2, Exigences, par le paragraphe suivant:

54.2

Dessin modéle, bandes ou coupons d’essais pour trous métallisés

cations des valeurs exigées peuvent étre nécessaires.

La métallisation du trou est associée aux trous sap
deux faces de la carte.

métallisés.

Des bandes ou coupons d
essais de réception.

s de produire

;iques modifi-

r I’une ou les

e 9, page 22,
ant des trous

Ction pour les

i dessin modele

ipn de la Publica-
comprendre des
b, de soudabilité,
’extrémité pour

1e la moyenne
duelle ne doit

Exigences

Si une carte est essayée suivant le paragraphe 5.4.1, la résistance d’isolement, avant et apres la
séquence climatique en concordance avec le paragraphe 8.3, si d’application, sera fixée par accord

entre acheteur et vendeur.
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5 _

SECOND SUPPLEMENT TO PUBLICATION 326 (1970)

GENERAL REQUIREMENTS AND MEASURING METHODS
FOR PRINTED WIRING BOARDS

Page 7

Add a new Sub-clause 3.4 as follows:

34 Test patiern, strips or coupons jor plated-through holes

A prototype of the production design is intended to be used for the agse S apu-
factufer’s ability to produce printed wiring boards with plated-through he j
“the values required may be necessary when such a prototype board js~te

aSSeS
holed.

Te

Note. |— If test strips or coupons are used, portions o@t patterq in Figure 9 may be incorporated as requited.
Figure 9 should be rega af a temporary-pattern ultiVthe pending revision of IEC Publication 326 is

" carried out. The[revi pay 1 sgparate/ portions for testing conductor definition by cdmb
wedge, solderabil i ¢ i

Page 11

Add a new Sub-claus

423  Thic

It if der to meet the requirements of this recommendation that the average
of thd aluep shall be not less than 25 yum (0.001 in) and no individual measurement sHall
be below LS wm (09006 in).

Page 19

/

Replace the existing Sub-clause 5.4.2, Requirements, by the following:

54.2 Requirements

When a board is tested in accordance with Sub-clause 5.4.1, the insulation resistance, before
and after the climatic sequence according to Sub-clause 8.3, as far as applicable, shall be as agreed
between purchaser and vendor,
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Paﬁge 18

Ajouter un nouveau paragraphe 5.6 comme suit:

5.6 Variation de la valeur de résistance des trous métallisés suivie d’une coupe métallographique

5.6.1 Méthode

a) Pour des cartes de production au moins huit trous en série doivent étre utilisés. Pour le dessin
modele d’essai (voir figure 9, page 22), les trous 17 a 24 doivent &tre utilisés. Avant essai,
le dépot d’étain-plomb doit étre éliminé par un produit d’élimination approprié.

.

: rrésistancedestrousconneetése te-dan otrehties (ques normales
et utiliser des sondes et un instrument de mesure adaptés. L’erype doit pas étre

b ’éprouvette.

a 125 *3°C

ature infémieure ou égale
idissement ne

e liquide équi-

trichloréthane
£, rincée dans

teint une tem-

5.6.2  Exigences

a) Pour des cartes de production, ’accroissement permis de la résistance doit étre fixée par accord
entre acheteur et vendeur.

b) Pour la figure 9, la résistance des trous en série ne doit pas s’accroitre de-plus de 20%.

¢) La coupe métallographique des trous ne doit pas montrer de fissures & un examen a un agran-
dissement d’environ 250 fois.

Note. — La nécessité d’un enregistrement continu de la valeur de la résistance pendant I’essai ainsi que la
valeur limite correspondante sont a 1’étude,
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Page 19

Add a new Sub-clause 5.6 as follows:

5.6 Change in resistance value of plated-through holes followed by microsectioning

5.6.1 Method

a) For production boards, at least eight holes connected in series shall be used. For test pattern -
(see Figure 9, page 22), holes 17 to 24 shall be used. Before testing, the lead-tin plating shall
be removed with an appropriate stripper.

T}
m

Ti

Ng

Af

ie specimen shall be totally immé
hintained at 260 *) °C.

The temperature shall be measured :

5.6.2 Reguirements

a) For production boards, the perm1551ble increase of resistance shall be as agreed between pur-
chaser and vendor. :

b) For Figure 9, the resistance of the holes in series shall not increase by more than 20%.

¢) The microsection of the holes shall not show any cracks when examined under a magnification
of about 250 times.

Note. — The need of continuous monitoring of the resistance value throughout the test and the corresponding

limit are under consideration.


https://iecnorm.com/api/?name=36db9f679720a626cb3fc939ad0f8084

Ajoi:ter un nouveau paragraphe 5.7 comme suit:

5.7 Essai d’intensité admissible
5.7.1 - Domaine d’application de I’essai
Cet essai doit étre effectuée aprés accord entre acheteur et vendeur. Il peut étre effectué sur des
trous qui paraissent suspects 4 ’examen visuel. ' '
5.7.2  Méthode
Faire passer un courant déterminé (voir tableau ci-dessous) pendant une durée de 30 s a
travers la métallisation d’un trou métallisé.
5.7.3  Equipement
1) Une alimentation continue ou alternative permettant d’obtenir (un cowgant. cpnstant choisi
dans la gamme de 2 A-20 A.
2) Des pinces d’essai illustrées en figure 10, page 24, doivent £€x¢ pression suffisante sur
le trou en essai afin d’obtenir un bon contact électriqu ager la carte.
Une force de 1 N (0,25 Ibf) peut convenir. Les méchoi isolées 1’'une
de ’autre et connectées a ’alimentation.
5.14  Procédé
Ouvrir les michoires de 1’appareil d’essaifet ( isé 4 essayer entre les pinces,
fermer les machoires jusqu’a ce qu’ell u engre leurs extrémités. (hoisir et faire
passer un courant suivant letableau gi-apres:
Dimension du trou \ Digensisg du trou A
(fnm) (in
0,024 8
0,031 9
‘ 0,039 11
0,051 14
0,063 16
0,079 20
5.1.5
IHigation gl trou ne doit pas claquer (rupture du circuit). Il ne doit pas y avoir de
Pa
Ajouter un nouvel en-1éte dans cet arlicie, avant | en-1ére exisian 2, Suit:
6.2 Essai d’arrachement

Modifier les numérotations des paragraphes existants comme suit:

6.2 devient 6.2.1
6.2.1 devient 6.2.1.1
6.2.2 devient 6.2.1.2
6.2.3 devient 6.2.1.3
6.2.4 devient 6.2.1.4
6.2.5 devient 6.2.1.5
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Add a new Sub-clause 5.7 as follows:

5.7

5.7.1

5.7.2

57.3

574

5.7.5

Page 21

Current carrying test

Application of test
This test shall be carried out when agreed between purchaser and vendor. It may be applied to
holes that appear suspect when visually examined.

Method

Pass a known current (sée table below) for a period of 30 s through the plating within a plated-
through hole.

Equipment

1) Arfa.c. or d.c. power supply, capable of producing a constant current selected Within the ranke
2 A-20 A.

2) Test probes as shown in Figure 10, page 24, should exert sufficient’p ¢ hdle
undler test to make good electrical contact, but this must not dama . f
1 ¥ (0.25 1bf) may be suitable. The probes must be insulated frofg each.of d

to the power supply.

Procedure

Opeh the jaws of the test instrument and locate the plated-tirough dsted beneath the
probeg. Close the probes until they are located on the'T ot@{ of\the hole. Select and paps

a currgnt in accordance with the follow@
Hole size ( Hole siz

Requirgment

The platingwithinthe hle shalt not burn out (open circuit) and there shall be no discolouration.

Add a new headinig bejore ihe existing heading of Sub-clause 6.2 as jollows:

6.2

Pull-off test
Amend the existing Sub-clause numbers as follows:

6.2 into 6.2.1
6.2.1 into 6.2.1.1
6.2.2 into 6.2.1.2
6.2.3 into 6.2.1.3
6.2.4 into 6.2.1.4
6.2.5 into 6.2.1.5
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Page 22

Ajouter un nouveau paragraphe 6.2.2 comme suit:
6.2.2  Force d’arrachement des pastilles ayant des trous métallisés

6.2.2.1 Eprouvette

Trous sélectionnés sur des cartes prototypes d’essai, des cartes de production ou des coupons
d’essai attachés aux cartes de production.

6.2.2.2 Fer a souder .

Voir paragraphe existant 6.2.1.2.

6.2.2.3 Soudure

Voir paragraphe 6.2.1.3.

< 6.2.2.4 Procédé '

Pour les trous métallisés, les pastilles doiv < : amé nt 4 + 1savec
le fer & souder, et un minimum de soudur¢ doit™y L SutNg cots carte. Des lon-
gueurs courtes de fils, par exemple 150,m i Ees & une extré-
mité et ces extrémités doivenit\etre sl }dans les trous

ale de 1,5 mm
t du coté de la

hbre égal de fils

soudage initial.

¢ fil doit alors
ndant un temps

assurer qu’ils ne

Aprés le cinquieme cycle, et aprés }2 h de refroidissement, une force doit &tre appliquée au
moyen d’une machine de traction, en tirant chaque fil perpendiculairement a la surface de I’éprou-
vette. On augmentera cette force réguli¢rement de 5 N/s & 50 N/s (1 1bf/s & 11 1bf/s) jusqu’a ce que
la pastille se sépare du matériau de base. Les essais d’arrachement doivent étre effectués sur chaque
face de la carte. '

Note. — Tl est recommandé d’utiliser une dimension de fil telle que, aprés étamage, il puisse. passer librement dans
le trou & essayer. Le matériau du fil doit étre tel qu’il puisse admettre ’étamage et doit &tre d’une force
suffisante pour répondre aux exigences de traction de I’essai.
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Page 23
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Add a new Sub-clause 6.2.2 as follows:

6.2.2

6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

6.2.2.4

Pull-off strength of lands with plated-through holes

Test specimen

Selected holes on prototype test panels, production boards or test coupons attached to produc-
tion boards.

Soldering tool

See[exisfing Sub-clause 6.2.1.2.

Solder

See |existing Sub-clause 6.2.1.3.

Procedure

For|plated-through holes, the lands shall be evenly tinned for4 thesoldering tojol
and a e pd. Short lengtHs,
e.g. 15 edat anee gse ends shall be solder¢d
into th { es 10 gl the board a minimujm
distan & e \ \ side with the major length
of the

The 4 s. e casg of double-sided boards, an equal number pf
wires § i j

The| wires shall bg

initial soldering@
Thelsurface of wive shz 7 ¢ each insertion. If required by the relevant specifi-

cation k o We soldering procedure in Sub-clause 6.2.1.4.1 shall be
allowe ire Y dsoldered and removed from the land by a second appli-
cation i

Aftgr £< i all be'resoldered to the land by the re-application of the soldering topl
for a g

Dur| g cyclss, the wires shall be completely removed during each unsoldering operatign
and re

Duringthisselderingand the-subsequent-coolingthewiresshall not be-moved—Tocnsurethis,

the wires and the test specimen may be held in a jig.

Following the fifth cycle and after % h of cooling, a load shall be applied by means of a tensile
testing machine, by pulling each wire at right angles to the surface of the board, and increased
steadily from 5 N/s to 50 N/s (1 1bf/s to 11 1bf/s) until the land separates from the base material.
Pull-off tests shall be made on each side of the board.

Note. — 1t is recommended that the wire size be such that after tinning it may be passed freely into the hole to be
tested. The material of the wire shall be such as to permit tinning and be of sufficient strength to meet the
tensile requirements of the test.
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6.2.2.5 Exigences.

Sauf accord contraire en accord entre acheteur et vendeur, un trou métallisé dans du matériau
verre époxy, d’épaisseur nominale de 0,8 mm (0,031 in) ou supérieure, doit tenir 90 N (20 1bf)
de force d’arrachement aprés avoir subi le soudage suivant le paragraphe 6.2.2.4.

Page 24 ' .
Remplacer le paragraphe 7.2, Soudure (temps de mouillage ), par le suivant:

7.2 Soudabilité

7p1  Bur

a) des cartes imprimées simple ou double face,

b) des trous métallisés comprenant ceux utilisés da tprimées multicofiches.

Note. — 11 ést proposé de mettre cette méthode d’ess ication 68-2-20C

de la CEI: Essai Tc.

7.2 Eprouvettés

[¢'D)

essin prototype
bnducteurs, les

i:/ettes d’essai
ination de la

ver si un dessin spécifique de carte peut étre soudé. L’gprouvette doit
yer la soudabilité du cuivre et/ou des métaux déposés.

d’essai est exigé, il peut étre décotipé dans n’importe quelle portion de la figure 9,

dessin d’essai doit étre représentatif du prototype ou des cartes de productiqn.

Si possible, les éprouvettes d’essai doivent étre fabriquées en méme temps et dlans les mémes
conditions que le lot des cartes imprimées de production.

7.2.3  Appareil d’essai

7.2.3.1 Bain de soudure

~ On doit utiliser un bain de soudure convenable dont la profondeur ne sera pas inférieure a
40 mm (1,6 in). Si ce bain est rond, il ne doit pas avoir un diametre inférieur & 120 mm (4,7 in),
et §”il est rectangulaire, il ne doit pas étre inférieur 4 100 mm X 75 mm (4 in X 3 in).
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6.2.2.5 Requirements

Unless otherwise agreed between customer and supplier, a plated-through hole of glass epoxy
material with a nominal thickness of 0.8 mm (0.031 in) or more shall withstand 90 N (20 1bf) of
pull after subjecting to soldering in accordance with Sub-clause 6.2.2.4.

Page 25

Replace Sub-clause 7.2, Solder test (wetting time), by the following:

7.2 SoZderability

7.2.1 . Purppse

Td| establish a method of test and requirements for the solderability of;
a) sipgle or double-sided printed boards,

b) plated-through holes, including those in multilayer printedlboards.

Note.|— It is intended that the method of test will be brough
68-2-20C, Test Tc.

¢ with that given in“I EC Publicalion

7.2.2 Spéc mens
The specimen shall be a square of size
a) sihgle or double-sided printed board

b) boards with plated-thyOugh hg

Cate should be take ingt &Cin be tested on a prototype design or a prodjuc-
tion board. The ¢ond i i hld
be considered. the
assesyment of solderebi

It witether a specific design of board will solder. The specimen
shoul erability of the copper and/or deposited metals.

If is reqijjred, it should be cut from any part of Figure 9, Typical test pattprn
(pagg

Th

If possible, the test specimens should be manufacture h i ime
conditions as the production batch of the printed boards.

7.2.3 Test apparatus

7.2.3.1 Solder bath

A suitable solder bath not less than 40 mm (1.6 in) in depth shall be used. If round, the bath
shall be not less than 120 mm (4.7 in) in diameter, and if rectangular not smaller than
100 mm X 75 mm (4 in X 3 in).
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7.2.3.2

Convoyeur d’éprouvette

Un systéme mécanique est nécessaire pour convoyer 1’éprouvette dans une gamme de vitesses
constantes, la face a essayer vers le bas, et par un mouvement ininterrompu, circulairement autour
d’un axe horizontal, de telle maniére que la face a essayer fasse.contact avec la soudure en fusion.
Le rayon de rotation doit passer au centre de la face de I’éprouvette, perpendiculairement a celle-
ci, et la distance entre la face & essayer et I’axe de rotation doit étre de 100 4+ 5 mm (4 4- 0,2 in).

La gamme de vitesses de rotation devra étre telle que des temps de contact entre éprouvette et
soudure (définis au paragraphe 7.2.3.4) de la gamme 1 s-8 s puissent &tre obtenus.

La profondeur d’immersion de la face a essayer dans la soudure en fusion ne doit pas excéder

" I’épaisseur de la carte lorsque celle-ci est en position horizontale. Il est important de s’assurer que

la soudure ne déborde pas sur la face supérieure de I’éprouvette. De ce fait, il est permis d’utiliser

un porte-éprouvette spécial, comprenant un cadre, afin d’éviter cette gventualité,

Porte-éprouvette

tel que prévu

uvement sera

éprouvette en
- une capacité
mpérature du

ure en fusion
viguille avec le

[essai, de telle
e d’essai, afin

7.24

7.2.5

7.2.5.1

Soudure

Le bain doit contenir la soudure spécifiée dans ’annexe B de la Publication 68-2-20 de la CEI:
Essai T: Soudure, et la température de la soudure dans le bain immédiatement avant 1’essai doit
&tre de 235 ¥ °C, sauf accord contraire entre acheteur et vendeur.

Flux

Le flux doit comprendre 25% en poids de colophane dans 75% en poids d’alcool isopropylique,
tous deux spécifiés dans ’annexe C de la Publication 68-2-20 de la CEIL
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7.2.3.2

7.2.3.3

7.2.3.4

7.2.3.5

7.2.4

7.2.5

7.2.5.1

— 15 —

Conveyor of specimen

A mechanical device is required that will convey the specimen with uninterrupted movement at
a range of constant speeds with test face downwards, in a circular path about a horizontal axis,
so that the test face makes contact with the molten solder. The radius of rotation shall pass through
the centre of the face of the specimen at right angles and the distance between the test face and the
axis of rotation shall be 100 4~ 5 mm (4 + 0.2 in).

The range of speeds of rotation shall be'such that times of contact between specimen and solder
(as defined in Sub-clause 7.2.3.4) within the range 1 s-8 s can be obtained.

The depth of immersion of the test face in the molten solder shall not exceed the board thickness
when the board is in the horizontal position. It is important to ensure that solder does not flow
over the upper face of the specimen. It is therefore permitted to use a special specimen holder
incotlporating a frame to prevent this happening.

Specjmen holder

The specimen holder shall be of any design provided that it hold scribed

abovg and satisfies the following requirements (see Figure 11, pag

a) the exposed length of specimen test face in the direction © be’ 25 + 1 mm
(1

b) those parts of the holder including the retainip act
W in

Timi

- Th : 3 der
shall a_time ilate eleetrical contact of the needle with the molten
soldd 3 me
axis 'test face of the specimen. The needle shall be Kept
clean. holder which carries it. '
Solds
A btyip i ids PTFE shall be mounted on the test apparatus in such a way the];c it
imm¢ $ the test specimen in the test cycle in order to remove oxide or flux resiglue
from
Solder

The bath shall contain solder as specified in Appendix B of IEC Publication 68-2-20, Test T:
Solderability, and the temperature of the solder in the bath immediately prior to the test shall be
235 13 °C, unless otherwise agreed between purchaser and vendor.

Flux

The flux shall consist of 25% by weight of colophony in 75% by weight of isopropyl alcohol, both
as specified in Appendix C of IE C Publication 68-2-20.
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7.2.5.2 Si un flux non activé n’est pas approprié, on peut utiliser le flux activé suivant, en accord entre
acheteur et vendeur, a la place du flux spécifié ci-dessus: 25% en poids de colophane dans 75% en
poids d’alcool isopropylique avec addition de chlorure de diéthylammonium (grade réactif
analytique), dans une proportion de 0,5% de chlorure (exprimé en chlore libre) du contenu de
colophane. :

7.2.6 Procédure d’essai

7.2.6.1 Vieillissement accéléré

A T’étude.

7.216.2 Netioyage, fluxage et soudage
Généralités

a contamina-
par les fabri-

Les éprouvettes doivent étre traitées avec soin afin de
tion des surfaces & essayer. A moins que des précautj
cants, les cartes seront nettoyées avant I’essai de

7.2§6.2.1 Nettoyage

ion dans un solvant organjique neutre a
pendant 15 s dans une solution de HCI (une
d’eau en volume), rincées dans de 1’eau désio-

ent alors étre fluxées en les immergeant dans le flux décrit daps la Publica-
nt les éprou-
fion.

ncé.

7.2.6.2.3 Soudage

Les éprouvettes doivent étre essayées en conformité avec la Publication 68-2-20 de la CEL

7.2.6.3  Inspection

A la fin du cycle de soudage, les résidus de flux doivent étre enlevés avec un solvant adapté.
L’inspection doit étre effectuée & une lumiére adéquate avec assistance d’un systéme optique
capable de donnetr un agrandissement n’excédant pas 10 fois.

Pour des illustrations de surféces soudées, voir figure 12, page 26.
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7.2.5.2 Where a non-activated flux is not appropriate, the following activated flux may be used, by agree-
ment between purchaser and vendor, in place of that specified above; 25% by weight of colophony
in 75% by weight of isopropyl alcohol with the addition of diethylammonium chloride (analytical
reagent grade) to an amount of 0.5% chloride (expressed as free chlorine) based on the colophony
content.

7.2.6  Test procedure

7.2.6.1 Accelerated ageing

Under consideration.

7.2.6.2  Clepning, fluxing and soldering

General

(fare must be taken when handling the specimen to minimize ox
the|surfaces to be tested. Unless special precautions are taken b
sha|l be cleaned prior to solderability testing.

7.2.6.2.1 Clepning

a)

al_erganic solvent at room fem-
Sl (1 part HCI of density 1 180 kg/m?
ater and dried in hot air.

1

<

b) Printed boards ha
The spe
femperaturs

7.2.6.2.2 Fluki

pom

68-2
the

min,

ced.

—3

7.2.6.2.3 Soldering
The specimens shall be tested in accordance with IEC Publication 68-2-20.

7.2.6.3 Inspection

At the end of the soldering cycle, the flux residue shall be removed with a suitable solvent.
Inspection shall be carried out under adequate light with the assistance of a magmﬁer capable of
giving magnification not exceeding 10 times.

For illustrations of soldered surfaces, see Figure 12, page 26.
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727 Exigences
7.2.1.1  Temps de mouillage et de démouillage
a) Cartes simple et double faces, applicable a toutes les épaisseurs de carte:

Mouillage

Pour des cartes imprimées gravées simple ou double face, les éprouvettes d’essai doivent avoir
été mouillées en 2 s et étre conformes au paragraphe 7.2.7.2.

Démouillage

Mouillage

Pour des cartes imprimées a trous métallisés, ir Et€ mouillées

en 3 s et étre conformes au paragraphe 7.2

Démouillage

PT en contact

illage et ceux de

7.2

prillante. Les
de 5% de la

telles que trous d’épingles, ne doivent pas couvrir plus
af pas étre concentrées en une zone.

b)) Cartesdyant des trous métallisés

TS doi i i allique supé-
rieure mouillée, ou ‘ :

2) la soudure dans les trous doit présenter une dépression (avec un angle de contact inférieur
4 90°) sur le c6té supérieur de I’éprouvette (voir figure 13, page 27), ou

3) sila soudure dans les trous n’a pas un volume résiduel suffisant pour remplir complétement
le trou, les parois des trous doivent étre exemptes de surface non mouillée et doivent pré-
senter une couche de soudure lisse et continue,

4) les conducteurs de I’éprouvette d’essai doivent remplir les exigences du paragraphe
7272a). N
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7.2.7 Requirements

7.2.7.1 Wetting and dewetting times

a) Single and double-sided boards, applying to all board thicknesses:

Wetting

For single or double-sided etched printed boards, test specimens shall have wetted within 2 s
and conform to Sub-clause 7.2.7.2.

Dewetting

b) Boards with plated-through holes, applying only for thicknesses up
with copper thicknesses up to and including 70 ym:

Ve

5+

7.2.7.2 App

a)

]

b) 1

molten solder for 5 *

For plated-through hole boards, test specimens shal
Bub-clause 7.2.7.2.

Dewetting

Vote. — For greater thicknesses of coppe

Plated-throu

sided-etehed-printed-boardstest-specimens-sh al-remefararcontaetywith
¢ s and conform to Sub-clause 7.2.7.2.

mm

tting

and conform to

Hor plated-through hole boards, testspecimer A 3 r for

¢ s and conform to Sub-clause 7

con-
sideration.

bt be

, see

ole boards

N
J

2)

3)

4)

41 1 1 ) 111 £11 .1 N ) 14 4 1 41 4 e | £, P |
111U TIUICS Blldll DU LHIICU WILLL SDUILUVL alill 1Idy 11ave UIv LUP IHIIClal SUlLLdLU WL, Ul

the solder in the holes shall have a depression (i.e. with a contact angle less than 90°) on the
top side of the specimen (see Figure 13, page 27), or )

if the solder in the holes does not have sufficient residual volume to fill the hole completely,
the walls of the holes shall be free from unwetted areas and shall show a smooth continuous
solder coating,

the conductors on the test specimen shall comply with Sub-clause 7.2.7.2 a ).
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Page 26
Ajouter un nouveau paragraphe 7.5 comme suit:
7.5 Trous métallisés
"Mangques de métallisation
Des manques dans les trous sont acceptables si les exigences des paragraphes 5.6 et 5.7 sont
remplies. '
Si spécifié, les cartes peuvent étre soumises & des essais supplémentaires tels que, par exemple,
les cycles d’humidité de la procédure d’essais séquentiels actuellement a I’é¢tude au SC 50B.
riau étranger
visible.
Les trous sans pastille ne doivent avoir aucune piqire visibl B la jonction
de la paroi du trou avec le dessin du circuit.
Page 28
Moaiﬁer la derniére phrase de I'article 8 comme suit:

oupes: trois

pssayées sauf

Aj%:? 7
Variafi
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Page 27
Add a new Sub-clause 7.5 as follo'ws:

7.5 Plated-through holes
Voids in plating

Voids in holes are permitted provided the requirements of Sub-clauses 5.6 and 5.7 are met.

If specified, the boards may be subjected to additional tests as, for example, the humidity cycles

of the sequential test procedure now under consideration in SC 50B.

The holes shall then be visually examined. There shall be no visible foreign magerial.

Lapndless holes shall not have visible pits or voids at the junction of the
pattefrn.

Page 29

Amend the ladt sentence of Clause 8 to:

A total number of seven printed boards is required
two boards and one group of one board!

Sub-¢lause 8.1

“All test boards’’ to be amended into

Sub-¢lause 8.2 — Group_1

Add at the e<> ; Jude '
Chlange in res alx Y ough holes, Sub-clause 5.6.

Page 31

Add a new Su

8.5 Groy,
On

Cuit
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Notes 1. — Sauf spécifications contraires, les écarts sont de

+0,15 mm (0,006 in).

2. — Le schéma de continuité 17-24 inclus, les dimen-
sions des pastilles (surface de raccordement) et
les trous peuvent étre représentatifs des cartes
prototypes ou de production. Alternativement, il
est possible de disposer les trous en ligne.

3. — Le dessin sur c6té opposé de la carte est indiqué
par des traits pointillés (pour cartes double face
seulement).

4. — Pour ’essai de force d’arrachement, 13-16 inclus.

5.— Ne pas exécuter les trous 1-10 lorsque I’on
n’effectue pas de métallisation dans le trou.

6. — Con,

Notes 1. — Unless otherwise specified, deviations are

4-0.15 mm (0.006 in).

2. — The continuity pattern 17-24 inclusive, land
(terminal area) dimensions and holes may be
typical of prototype or production boards.
Alternatively, the holes may be arranged in line.

3. — Pattern on opposite side of board area indicated
by dotted lines (for double-sided boards only).

4. — For bond-strength test, 13-16 inclusive.

5. — Omit holes 1-10 when plating in the hole is not
used. :

6. — Voltage-proofa

tancg d’isolement.
Ce dlessin doit étre répété de I’autre coté de la
cart¢ si les trous métallisés sont utilisés.

7. — Si le|dessin d’essai est utilisé pour représenter une
cart¢ a trous métallisés, tous les trous 1-24
doivent étre métallisés. Les pastilles 13-16 et la
confjguration indiquée dans la Note 6 doivent

étre exécutées des deux cdtés de la carte.

N

&

tors.
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